
 
 
平成24年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 
 

修正の理由 

 欧米主要国の景気停滞を受けパソコンや薄型テレビ等の販売が世界的に低迷したことやタイの洪水の影響による電子
部品不足などにより、半導体市場が軟調に推移したことを受け、半導体メーカーやファウンドリー（受託生産会社）において
新規設備投資の凍結や延期が想定以上に強まりました。 
 厳しい受注環境下において、主要市場であるアジア市場での受注が伸び悩んだこと、また、納期先送り要請や受注キャ
ンセルが発生したことから、上記のとおり通期の業績予想を修正いたします。 
 
 なお、配当金につきましては、平成23年10月25日に「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」で公表し
ましたとおり期末配当金10円を予想しており、変更はございません。 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

以 上

平成24年4月24日
各 位 

上場会社名 株式会社 テセック

代表者 代表取締役社長 越丸 誠

（コード番号 6337）

問合せ先責任者 常務取締役経理部長 矢崎 七三

（TEL 042-566-1111）

業績予想の修正に関するお知らせ  

最近の業績動向を踏まえ、平成23年10月25日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお
知らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 5,600 △210 △200 △300 △53.11

今回修正予想(B) 4,680 △615 △560 △665 △117.73

増減額(B-A) △920 △405 △360 △365

増減率(%) △16.4 ― ― ―

（ご参考）前期実績 
（平成23年3月期） 8,070 857 1,041 916 162.18


